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본 발명은 초음파 프로브에 관한 것으로서, 접지 전극(13)과 신호 전극(12)을 배면에 가진 압전 진동자(10)와, 상기 압전

진동자(10)의 배면측에 설치되는 음향 정합층(30)과, 상기 압전 진동자(10)의 배면측에 배치되는 베이킹재(40)와, 상기 압

전 진동자(10)와 상기 베이킹재(40)의 사이에 개재되어 상기 압전 진동자(10)의 배면 전체를 덮고, 또한 접지 배선층(512)

과 신호 배선층(514)을 가진 플렉시블 기판(50)을 구비하고, 상기 접지 배선층(512)의 신호 배선층(514)은 각각 상기 플
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렉시블 기판(50)의 상기 압전 진동자(10)와 대향하는 표면에서 노출되어 있고, 상기 접지 배선층(512)의 노출면(512a)과

신호 배선층(514)의 노출면(514a)을 통해 상기 접지 전극(13)과 신호 전극(12)에 전기적으로 접속되어 있는 것을 특징으

로 한다.

대표도

도 1

특허청구의 범위

청구항 1.

제 1 전극과 제 2 전극을 배면에 가진 압전 진동자,

상기 압전 진동자의 전면측에 배치되는 음향 정합층,

상기 압전 진동자의 배면측에 배치되는 베이킹재, 및

상기 압전 진동자와 상기 베이킹재의 사이에 개재되어, 상기 압전 진동자의 배면 전체를 덮고, 또 제 1 배선층과 제 2 배선

층을 가진 플렉시블 기판을 구비하고,

상기 제 1 배선층과 상기 제 2 배선층은 각각 상기 플렉시블 기판의 상기 압전 진동자와 대향하는 표면에서 노출되어 있고,

상기 제 1 배선층의 노출면과 상기 제 2 배선층의 노출면을 통해 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극에 전기적으로 접속되어

있는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 배선층의 노출면과 상기 제 2 배선층의 노출면은 거의 동일 평면내에 존재하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로

브.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 제 1 전극과 상기 제 1 배선층, 및 상기 제 2 전극과 상기 제 2 배선층은 각각 두께가 5㎛ 이하의 비도전성 접착제로

접착되어 있는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 4.

제 2 항에 있어서,

상기 플렉시블 기판과 상기 베이킹재와의 사이에 개재되어, 상기 플렉시블 기판의 일부를 융기시키고, 상기 제 1 배선층과

상기 제 2 배선층 중, 상기 압전 진동자로부터 먼 위치에 설치된 배선층의 노출면을 상기 압전 진동자에 가까운 위치에 배

치된 배선층의 노출면과 동일 평면 내에 위치 결정하는 스페이서를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 5.
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초음파를 송수신하는 압전 진동자,

상기 압전 진동자의 전면측에 배치되는 음향 정합층,

상기 압전 진동자의 배면측에 배치되는 베이킹재, 및

상기 압전 진동자와 상기 베이킹재의 사이에 개재되어 상기 압전 진동자의 배면 전체를 덮고, 또 제 1 배선층과 제 2 배선

층을 가진 플렉시블 기판을 구비하고,

상기 압전 진동자는,

압전 효과를 가진 압전체,

상기 압전체의 배면의 일부에 형성되는 제 1 전극,

상기 압전체의 전면에 형성되는 제 1 부분과, 상기 압전체의 배면에 형성되어 상기 제 1 전극을 끼워 양측에 위치하는 제 2

부분으로 구성되는 제 2 전극을 구비하고,

상기 제 1 배선층은 상기 제 1 전극과 대향하는 부위에서 상기 플렉시블 기판으로부터 노출되고, 상기 제 2 배선층은 상기

제 2 전극의 제 2 부분과 대향하는 부위에서 상기 플렉시블 기판으로부터 노출되어 있고,

상기 제 1 배선층과 제 2 배선층은 각각 상기 제 1 배선층의 노출면과 상기 제 2 배선층의 노출면을 통해 상기 제 1 전극과

상기 제 2 전극에 전기적으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 제 1 배선층의 노출면과 상기 제 2 배선층의 노출면은 거의 동일 평면내에 존재하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로

브.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 제 1 전극과 상기 제 1 배선층, 및 상기 제 2 전극과 상기 제 2 배선층은 각각 두께가 5㎛ 이하의 비도전성 접착제로

접착되어 있는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 8.

제 6 항에 있어서,

상기 플렉시블 기판과 상기 베이킹재와의 사이에 개재되어, 상기 플렉시블 기판의 일부를 융기시키고, 상기 제 1 배선층과

상기 제 2 배선층 중, 상기 압전 진동자로부터 먼 위치에 설치된 배선층의 노출면을 상기 압전 진동자에 가까운 위치에 배

치된 배선층의 노출면과 동일 평면내에 위치 결정하는 스페이서를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 9.
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복수의 압전체,

상기 각 압전체의 제 1 면에 형성되는 제 1 전극,

상기 각 압전체의 상기 제 1 면에 상기 제 1 전극을 끼워 형성되는 제 1 부분과, 상기 각 압전체의 상기 제 1 면에 대향하는

제 2 면에 형성되는 상기 제 2 부분과, 상기 제 1 부분과 상기 제 2 부분을 전기적으로 접속하는 제 3 부분을 가진 제 2 전

극,

상기 각 압전체의 상기 제 2 면측에 배치되는 음향 정합층, 및

상기 각 압전체의 상기 제 1 면측에 설치되어 상기 각 제 1 전극과 접속되는 제 1 배선층과, 상기 각 제 2 전극과 접속되는

제 2 배선층을 가진 플렉시블 기판을 구비하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 제 1 배선층은 상기 각 제 1 전극에 구동 신호를 공급하기 위한 배선이고,

상기 제 2 배선층은 상기 복수의 제 2 전극을 접지 접속하기 위한 배선인 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 11.

제 10 항에 있어서,

상기 제 1 배선층은 상기 복수의 제 1 전극과 대향하는 제 1 노출면을 갖고,

상기 제 2 배선층은 상기 복수의 제 2 전극과 대향하는 제 2 노출면을 갖는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 12.

제 11 항에 있어서,

상기 제 1 면에서의 상기 제 1 전극의 높이와 상기 제 2 전극의 높이는 실질적으로 동일하고,

상기 제 1 노출면 및 상기 제 2 노출면의 적어도 한쪽을 밀어올려 상기 제 1 노출면 및 제 2 노출면을 실질적으로 동일한

높이로 하는 스페이서를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 13.

제 10 항에 있어서,

상기 제 1 전극과 상기 제 1 배선층, 및 상기 제 2 전극과 상기 제 2 배선층은 각각 두께가 5㎛ 이하의 비도전성 접착제로

접착되어 있는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

명세서

발명의 상세한 설명
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발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 초음파 진단장치에 접속되어 피검체에 초음파를 송수신하는 초음파 프로브에 관한 것이다.

초음파 프로브는 대상물을 향해 초음파를 조사하고, 대상물 내의 음향 임피던스가 다른 계면으로부터의 반사파를 수신하

여 대상물의 내부를 화상화하는 장치이다. 이와 같은 초음파 프로브는 인체의 내부를 검사하기 위한 초음파 진단 장치 등

에 채용되어 있다.

종래의 초음파 프로브는 압전 진동자, 압전 진동자의 전면(前面)에 배치되는 음향 정합층, 압전 진동자의 배면에 배치되는

베이킹재, 및 압전 진동자에 접속되는 플렉시블 기판으로 구성되어 있다. 압전 진동자는 그 전면과 배면에 각각 접지 전극

과 신호 전극을 구비하고 있고, 접지 전극과 신호 전극으로부터 인가되는 전압에 기초하여 대상물을 주사하기 위한 초음파

를 발생시킨다.

그런데, 압전 진동자와 플렉시블 기판의 접속에는 주로 2 가지 수법이 이용된다.

제 1 수법은 접지 전극을 압전 진동자의 배면으로 인출하고, 상기 접지 전극의 압전 진동자의 배면으로 인출된 부분을 통

해 압전 진동자의 배면측에서 압전 진동자의 접지 배선과 플렉시블 기판을 접속하는 것이다(예를 들면, 일본 공개특허공보

평11-151239호 참조).

제 2 수법은 음향 정합층의 표면 전체에 도금 전극을 형성하고, 상기 도금 전극을 통해 압전 진동자의 전면측에서 압전 진

동자의 접지 배선과 플렉시블 기판을 접속하는 것이다. 도전성을 가진 음향 정합층이 이용되는 경우도 있다. 이 경우, 도금

전극은 불필요하다.

또한, 제 1, 제 2 수법 모두 압전 진동자의 신호 전극과 플렉시블 기판과의 접속은 압전 진동자의 배면측에서 실시된다.

그런데, 제 1 수법에 있어서, 압전 진동자의 접지 전극과 플렉시블 기판의 배선은 땜납 과정에 의해 전기적으로 접속된다.

이 때문에 압전 진동자에 이용되는 압전 재료가 열의 영향을 받아 열화되는 경우가 있다.

또한, 제 1 수법에 있어서, 베이킹재의 측면에는 플렉시블 기판을 삽입하기 위한 절개부가 형성되어 있다. 이 때문에, 압전

진동자는 절개부 부분에서 허공에 뜬 상태로 되어 있다. 이에 의해 압전 진동자와 베이킹재와의 접합에 있어서, 압전 진동

자가 베이킹재에 가압되면 압전 진동자에 편가압이 가해져 압전 진동자가 분열되는 경우가 있다.

또한, 제 1 수법에 있어서, 압전 진동자의 접지 전극과 플렉시블 기판은 한군데서 접속되어 있다. 이 때문에 압전 진동자의

접지 전극과 플렉시블 기판의 전기적인 접합 신뢰성이 낮다.

또한, 제 2 수법에 있어서는 음향 정합층의 표면에 형성되는 도금 전극으로서, 음향 임피던스가 높은 금속이 사용되고 있

다. 이 때문에, 초음파의 전파 경로에 도금 전극이 존재함으로써 음향 정합의 조건이 흐트러져 음향 특성이 저하되는 경우

가 있다.

또한, 제 2 수법에 있어서 도전성을 가진 음향 정합층은 반드시 원하는 음향 임피던스를 갖는다고는 한정되지 않으므로,

재료의 제약에 따라 충분한 음향 정합 조건이 얻어지지 않는 경우가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기 사정을 감안하여 이루어진 것으로서, 그 목적으로 하는 바는 압전 진동자가 파손되기 어렵고, 높은 신뢰성

과 양호한 음향 특성을 가진 초음파 프로브를 제공하는데 있다.

본 발명의 한 형태에 의하면, 제 1 전극과 제 2 전극을 배면에 가진 압전 진동자와, 상기 압전 진동자의 전면측에 배치되는

음향 정합층과, 상기 압전 진동자의 배면측에 배치되는 베이킹재와, 상기 압전 진동자와 상기 베이킹재의 사이에 개재되어

상기 압전 진동자의 배면 전체를 덮고, 또 제 1 배선층과 제 2 배선층을 가진 플렉시블 기판을 구비하고, 상기 제 1 배선층
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과 상기 제 2 배선층은 각각 상기 플렉시블 기판의 상기 압전 진동자와 대향하는 표면에서 노출되어 있고, 상기 제 1 배선

층의 노출면과 상기 제 2 배선층의 노출면을 통해 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극에 전기적으로 접속되어 있는 초음파 프

로브.

본 발명의 다른 형태에 의하면, 초음파를 송수신하는 압전 진동자와, 상기 압전 진동자의 전면측에 배치되는 음향 정합층

과, 상기 압전 진동자의 배면측에 배치되는 베이킹재와, 상기 압전 진동자와 상기 베이킹재의 사이에 개재되어 상기 압전

진동자의 배면 전체를 덮고, 또 제 1 배선층과 제 2 배선층을 가진 플렉시블 기판을 구비하고, 상기 압전 진동자는 압전 효

과를 가진 압전체와, 상기 압전체의 배면의 일부에 형성되는 제 1 전극과, 상기 압전체의 전면에 형성되는 제 1 부분과, 상

기 압전체의 배면에 형성되어 상기 제 1 전극을 끼워 양측에 위치하는 제 2 부분으로 구성되는 제 2 전극을 구비하고, 상기

제 1 배선층은 상기 제 1 전극과 대향하는 부위에서 상기 플렉시블 기판으로부터 노출되고, 상기 제 2 배선층은 상기 제 2

전극의 제 2 부분과 대향하는 부위에서 상기 플렉시블 기판으로부터 노출되어 있고, 상기 제 1 배선층과 제 2 배선층은 각

각 상기 제 1 배선층의 노출면과 상기 제 2 배선층의 노출면을 통해 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극에 전기적으로 접속되

어 있는 초음파 프로브.

본 발명의 또 다른 형태에 의하면 복수의 압전체와, 상기 각 압전체의 제 1 면에 형성되는 제 1 전극과, 상기 각 압전체의

상기 제 1 면에 상기 제 1 전극을 끼워 형성되는 제 1 부분과, 상기 각 압전체의 상기 제 1 면에 대향하는 제 2 면에 형성되

는 상기 제 2 부분과, 상기 제 1 부분과 상기 제 2 부분을 전기적으로 접속하는 제 3 부분을 가진 제 2 전극과, 상기 각 압전

체의 상기 제 2 면측에 배치되는 음향 정합층과, 상기 각 압전체의 상기 제 1 면측에 설치되어 상기 각 제 1 전극과 접속되

는 제 1 배선층과, 상기 각 제 2 전극과 접속되는 제 2 배선층을 가진 플렉시블 기판을 구비하는 초음파 프로브.

발명의 구성

이하, 도 1 내지 도 5를 참조하면서 본 발명의 일 실시형태에 대해 설명한다.

(초음파 프로브의 구성)

도 1은 본 발명의 일 실시형태에 따른 초음파 프로브의 개략도이다.

도 1에 도시한 바와 같이, 본 실시형태의 초음파 프로브는 프로브의 축심 방향에 대해 초음파를 송수신하는 것으로서, 주

로 압전 진동자(10), 음향 렌즈(20), 음향 정합층(30), 베이킹재(40), 및 플렉시블 기판(50)을 구비하고 있다. 또한, 이하의

설명에서 초음파를 주사하는 방향을 스캔 방향(지면에 직각 방향), 초음파를 수속(收束)하는 방향을 렌즈 방향(지면의 좌

우 방향)으로 한다.

[압전 진동자(10)]

도 2는 상기 실시형태에서의 압전 진동자(10)의 단면도이다.

도 2에 도시한 바와 같이, 압전 진동자(10)는 압전 효과를 가진 압전체(11), 압전체(11)에 신호 전압을 가하는 신호 전극

(제 2 전극)(12), 및 압전체(11)에 접지 전압을 가하는 접지 전극(제 1 전극)(13)을 구비하고 있다.

압전체(11)는 스캔 방향에 대해 복수의 소자로 분할되어 있다. 압전체(11)의 두께는 100㎛ 내지 500㎛ 정도이다. 압전체

(11)의 소재로서는 예를 들면 PZT 등의 압전 세라믹스가 사용된다.

신호 전극(12)은 압전체(11)의 배면에 형성되어 있다. 신호 전극(12)의 형성 범위는 렌즈 방향에 대해 압전체(11)의 배면

의 외부 가장자리 보다도 내측으로 한정되어 있다. 즉, 압전체(11)의 배면의 렌즈 방향에 대한 외부 가장자리 부근에는 신

호 전극(12)이 형성되어 있지 않은 영역이 존재한다. 신호 전극(12)의 소재로서는 도전성이 양호한 금, 구리 등의 금속이

사용된다.

접지 전극(13)은 압전체(11)의 전면에 형성되는 전면 전극부(제 1 부분)(131), 압전체(11)의 렌즈 방향의 양 측면에 형성

되는 측면 전극부(132), 및 압전체(11)의 배면에 형성되는 배면 전극부(제 2 부분)(133)으로 구성되어 있다. 전면 전극부

(131), 측면 전극부(132), 및 배면 전극부(133)는 서로 전기적으로 접속되어 있다. 접지 전극(13)의 소재로서는 도전성이

양호한 구리 등의 금속이 사용된다.
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배면 전극부(133)는 신호 전극(12)을 끼우도록 렌즈 방향의 양측에 1개씩 형성되어 있다. 즉, 배면 전극부(133)는 압전체

(11)의 배면의 신호 전극(12)이 형성되지 않는 영역에 형성되어 있다.

[음향 렌즈(20)]

음향 렌즈(20)(도 1 참조)는 송수신되는 초음파를 수속하여 빔 형상으로 정형하는 것으로서, 음향 정합층(30)의 전면에 배

치되어 있다. 음향 렌즈(20)의 소재로서는 음향 임피던스가 생체에 가까운 실리콘 등이 사용된다.

[음향 정합층(30)]

음향 정합층(30)(도 1 참조)은 압전 진동자(10)와 음향 렌즈(20)를 음향 정합시키는 것으로서, 압전 진동자(10)와 음향 렌

즈(20)와의 사이에 개재되어 있다. 음향 정합층(30)은 제 1 정합층(31)과 제 2 정합층(32)으로 구성되어 있다. 제 1, 제 2

음향 정합층(31, 32)의 소재로서는 특별히 한정되지 않지만, 압전 진동자(10)로부터 음향 렌즈(20)를 향해 단계적으로 음

향 임피던스가 변화하도록 재질의 선정이 이루어져 있다.

[베이킹재(40)]

베이킹재(40)는 압전 진동자(10)의 배면측에 전파하는 초음파를 흡수하는 것으로서, 압전 진동자(10)의 배면측에 배치되

어 있다. 베이킹재(40)의 소재로서는 특별히 한정되지 않지만, 흡음성이 우수한 고무 등이 사용된다.

[플렉시블 기판(50)]

도 3은 상기 실시형태에서의 플렉시블 기판(50)의 개략도, 도 4는 상기 실시형태에서의 압전 진동자(10), 베이킹재(40),

및 플렉시블 기판(50)의 분해도이다. 또한, 도 3에서의 플렉시블 기판(50)은 히트프레스되기 전의 것이다.

플렉시블 기판(50)은 압전 진동자(10)로의 구동 신호나 압전 진동자(10)로부터의 수신 신호를 전달하는 것으로서, 압전 진

동자(10)와 베이킹재(40)와의 사이에 개재되어 있다.

도 3과 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 플렉시블 기판(50)은 기판 본체(51)와 스페이서(52)로 구성되어 있다. 기판 본체

(51)는 압전 진동자(10)로부터 베이킹재(40)를 향해 차례로 적층된, 제 1 절연층(511), 접지 배선층(제 1 배선)(512), 제 2

절연층(513), 신호 배선층(제 2 배선층)(514), 및 제 3 절연층(515)으로 구성되어 있다.

접지 배선층(512)의 두께와 신호 배선층(514)의 두께는 거의 동일하다. 또한, 각각의 두께는 이후에 (d1)과 (d3)으로 표현

된다. 접지 배선층(512)과 신호 배선층(514)의 소재로서는 도전성이 양호한 구리 등의 금속이 사용된다.

제 1 절연층(511)은 렌즈 방향에 대해 압전 진동자(10)의 배면에 대응하는 부분 보다도 약간 큰 영역이 제거되어 있다. 즉,

제 1 절연층(511)에는 렌즈 방향에 대해 압전 진동자(10)의 배면 보다도 약간 큰 개구(O1)가 형성되어 있다.

접지 배선층(512)과 제 2 절연층(513)은 렌즈 방향에 대해 압전 진동자(10)의 배면에 대응하는 부분 보다도 작고, 또한 신

호 전극(12)에 대응하는 부분 보다도 큰 영역이 제거되어 있다. 즉, 접지 배선층(512)과 제 2 절연층(513)에는 렌즈 방향

에 대해 압전 진동자(10)의 배면보다도 작고, 또한 신호전극(12)보다 큰 개구(O2)가 형성되어 있다. 이에 의해 신호 배선

층(514)은 플렉시블 기판(50)으로부터 압전 진동자(10)의 배면에 형성된 신호 전극(12)에 노출된다. 또한, 개구(O2)의 사

이즈는 제 1 절연층(511)에 형성되는 개구(O1)의 사이즈보다도 작다. 이 때문에 접지 배선층(512)은 압전 진동자(10)의

배면에 형성되는 2 개의 배면 전극부(133)에 대해 노출된다.

스페이서(52)는 베이킹재(40)와 플렉시블 기판(50)과의 사이에 개재되고, 플렉시블 기판(50)에서의 압전 진동자(10)의 신

호 전극(12)에 대응하는 부분을 압전 진동자(10)를 향해 융기(隆起)시킨다. 스페이서(52)의 형성 범위는 압전 진동자(10)

의 신호 전극(12)의 형성 범위와 거의 대응하고 있다. 단, 스페이서(52)의 형성 범위는 접지 배선층(512)과 제 2 절연층

(513)에 형성된 개구(O2) 내측에 한정되어 있으면, 신호 전극(12)보다 크거나 작아도 관계없다.

도 4에 도시한 바와 같이, 스페이서(52)의 두께(D)는 플렉시블 기판(50)의 접지 배선층(512)의 두께(d1)와, 제 2 절연층

(513)의 두께(d2)와의 합(d1+d2)으로 설정되어 있다. 따라서, 베이킹재(40)의 전면에서 신호 배선층(514)의 노출면

(514a)까지의 두께는 신호 배선층(514)의 두께(d3)와, 제 3 절연층(515)의 두께(d4)와, 스페이서(52)의 두께(d1+d2)와
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의 합(d1+d2+d3+d4)이 된다. 이는 베이킹재(40)로부터 접지 배선층(512)의 노출면(512a)까지의 두께와 동일하다. 즉,

스페이서(52)의 두께(D)가 (d1+d2)로 설정되어 접지 배선층(512)의 노출면(512a)과 신호 배선층(514)의 노출면(514a)

은 동일 평면 내에 포함되게 된다.

또한, 스페이서(52)의 두께(D)는 스페이서(52)의 소재에 따라서 미세 조정되는 경우도 있다. 즉, 스페이서(52)가 부드러운

소재이면 베이킹재(40)와 기판 본체(51)에 끼워져 약간 압축된다. 따라서, 스페이서(52)의 압축량(α)을 고려하여 사전에

스페이서(52)의 두께(D)가 (d1+d2+α)으로 설정되어 있어도 좋다.

접지 전극(13)의 2 개의 배면 전극부(133)는 각각 접지 배선층(512)의 2 개의 노출면(512a)에 대해 전기적으로 접속된다.

또한, 신호 전극(12)은 신호 배선층(514)의 노출면(514a)에 대해 전기적으로 접속된다.

압전 진동자(10)와 플렉시블 기판(50)과의 접합에는 비도전성 접착제가 사용된다. 비도전성 접착제의 소재로서는 특별히

한정되지 않지만, 본 실시형태서는 에폭시 등의 수지가 사용되고 있다. 비도전성 접착제의 두께는 5㎛ 이하로 설정되어 있

다.

(플렉시블 기판(50)의 제조 공정)

우선, 제 1 절연층(511), 접지 배선층(512), 제 2 절연층(513), 신호 배선층(514), 및 제 3 절연층(515)이 적층된다. 그리

고, 이들 적층체가 히트프레스 등에 의해 가압된다. 이에 의해 신호 배선층(514)과 제 3 절연층(515)은 스페이서(52)로부

터의 압압(押壓)을 받아 개구(O2)의 내측으로 융기되고, 접지 배선층(512)의 노출면(512a)과 신호 배선층(514)의 노출면

(514a)이 동일 평면 내로 설정된다. 이상에서 플렉시블 기판(50)의 제조 공정이 완료된다.

(압전 진동자(10), 베이킹재(40), 및 플렉시블 기판(50)의 접합 공정)

우선, 베이킹재(40)의 전면에 접착제가 도포된다. 그리고, 베이킹재(40)에 대해 플렉시블 기판(50)이 가압되고, 베이킹재

(40)와 플렉시블 기판(50)이 접합된다.

계속해서, 압전 진동자(10)의 신호 전극(12)과 접지 전극(13)의 배면 전극부(133)에 비도전성 접착제가 도포된다. 이 때

비도전성 접착제의 두께는 5㎛ 이하로 설정된다. 그리고, 플렉시블 기판(50)에 대해 압전 진동자(10)가 가압되고, 플렉시

블 기판(50)과 압전 진동자(10)가 접합된다. 이에 의해 신호 배선층(514)의 노출면(514a)과 신호전극(12), 및 접지 배선층

(512)의 노출면(512a)과 접지전극(13)의 배면 전극부(133)는 각각 전기적으로 접속된다. 이상에서 압전 진동자(10), 베이

킹재(40), 및 플렉시블 기판(50)의 접합 공정이 완료된다.

또한, 본 실시형태에서는 베이킹재(40)와 플렉시블 기판(50)의 접합 시, 베이킹재(40)의 전면에 접착제가 도포되어 있지

만, 이에 한정되지 않고, 플렉시블 기판(50)의 배면에 접착제가 도포되어도 좋다.

또한, 압전 진동자(10)와 플렉시블 기판(50)의 접합 시, 압전 진동자(10)가 갖고 있는 신호 전극(12)과 배면 전극부(133)

에 비도전성 접착제가 도포되어 있지만, 이에 한정되지 않고 플렉시블 기판(50)의 신호 배선층(514)이 노출면(514a)과 접

지 배선층(512)의 노출면(512a)에 비도전성 접착제가 도포되어도 좋다.

(본 실시형태에 의한 작용)

본 실시형태의 플렉시블 기판(50)은 신호 배선층(514)의 노출면(514a)과, 접지 배선층(512)의 노출면(512a)이 동일 평면

내에 설정되어 있다. 이 때문에 압전 진동자(10)의 배면에 플렉시블 기판(50)의 전면이 밀착할 때, 신호 전극(12)과 신호

배선층(514)과의 사이, 또는 접지 전극(13)의 배면 전극부(133)와 접지 배선층(512)과의 사이에 거의 틈이 생기지 않으므

로, 압전 진동자(10)와 플렉시블 기판(50)과의 접착에 비도전성 수지의 사용이 가능해진다. 그 결과, 종래와 같은 납땜 과

정이 불필요해지므로 압전 진동자(10)의 압전체(11)가 가열되는 것이 없어지고, 제조 공정의 압전체(11)의 열화가 방지된

다.

본 실시형태에서의 플렉시블 기판(50)은 압전 진동자(10)와 베이킹재(40)에 끼워져 있고, 압전 진동자(10)의 배면 전체를

완전히 덮고 있다. 따라서, 베이킹재(40)에는 종래와 같은 플렉시블 기판(50)의 단부를 수용하기 위한 절개부가 형성되지

않는다. 그 결과, 압전 진동자(10)를 베이킹재(40)에 가압할 때, 압전 진동자(10)에 가해지는 압력에 편차가 없어지고, 압

전 진동자(10)의 파손이 발생하기 어려워진다.
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본 실시형태에서의 압전 진동자(10)는 압전 진동자(10)의 배면에 2 개의 배면 전극부(133)를 구비하고 있다. 즉, 본 실시

형태에서의 접지 전극(13)은 압전 진동자(10)의 배면에서의 신호 전극(12)의 양측의 영역까지 연장되어 있다. 그리고, 플

렉시블 기판(50)의 접지 배선층(512)은 접지 전극(13)의 배면 전극부(133)에 대응하는 2 개의 위치에서 플렉시블 기판

(50)으로부터 노출되어 있다. 이 때문에 압전 진동자(10)의 접지 전극(13)과 플렉시블 기판(50)의 접지 배선층(512)은 2

군데에서 전기적인 접속이 이루어지게 되므로, 종래의 1 군데에서의 전기적인 접속에 비해 접합 신뢰성이 크게 향상된다.

또한, 종래와 같이 음향 정합층의 표면에 금속 도금을 형성할 필요가 없으므로 설계시의 음향 정합의 조건이 흐트러지기

어렵고, 음향 특성이 저하되지 않는다. 이와 같은 효과는 특히 고주파 영역에서 현저하다.

도 5는 본 실시형태에 따른 초음파 프로브와 종래의 초음파 프로브를 이용한 시뮬레이션의 결과를 도시하고 있다. 상기 도

면에 도시한 바와 같이, 종래의 초음파 프로브에서는 고주파 영역(예를 들면, 12MHz 이상의 영역)에 있어서, 음향 정합층

의 표면에 형성된 금속 도금 전극의 존재를 원인으로 하는 정합 조건의 열화가 발생하고 있다. 이에 대해, 본 실시형태에

따른 초음파 프로브에서는 음향 정합층의 표면에 금속 도금 전극은 형성되지 않으므로 고주파 영역에서도 양호한 감도를

실현할 수 있다.

본 실시형태에서의 압전 진동자(10)와 플렉시블 기판(50)을 접합하기 위한 비도전성 접착제의 두께는 5㎛ 이하로 설정되

어 있다. 이 때문에 압전 진동자(10)로부터 배면측으로 전파되는 초음파가 상기 비도전성 접착제로 반사되지 않으므로, 초

음파 프로브로부터 피검체에 송신되는 초음파가 고품질로 유지된다.

또한, 본 실시형태에서는 압전 진동자(10)의 배면에 신호 전극(12)이 형성되어 있지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.

예를 들면, 압전 진동자가 2D 어레이형이면 압전 진동자의 전면과 배면에 인가되는 신호 전압과 접지 전압이 교체되는 경

우도 있다. 본 발명은 이와 같은 2D 어레이형 압전 진동자를 가진 초음파 프로브에도 적용 가능하다.

본 발명은 상기 실시형태에 한정되지 않고, 실시 단계에서는 그 요지를 이탈하지 않는 범위에서 구성 요소를 변형하여 구

체화할 수 있다. 또한, 상기 실시형태에 개시되어 있는 복수의 구성 요소의 적합한 조합에 의해 여러 가지 발명을 형성할

수 있다. 예를 들면 실시형태에 나타낸 전 구성요소에서 몇개의 구성 요소를 삭제해도 좋다. 또한, 다른 실시형태에 따른

구성 요소를 적절히 조합해도 좋다.

발명의 효과

상기한 바와 같이, 본 발명은 압전 진동자가 파손되기 어렵고, 높은 신뢰성과 양호한 음향 특성을 가진 초음파 프로브를 제

공한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시형태에서의 초음파 프로브의 개략도,

도 2는 상기 실시형태에서의 압전 진동자의 단면도,

도 3은 상기 실시형태에서의 플렉시블 기판의 개략도,

도 4는 상기 실시형태에서의 압전 진동자, 베이킹재, 및 플렉시블 기판의 분해도, 및

도 5는 상기 실시형태의 효과를 설명하기 위한 도면이다.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10 : 압전 진동자 20 : 음향 렌즈

30 : 음향 정합층 40 : 베이킹재

50 : 플렉시블 기판
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도면

도면1

도면2

도면3
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도면4
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도면5
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专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 KR1020070066883A 公开(公告)日 2007-06-27

申请号 KR1020060128517 申请日 2006-12-15

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) Sikki东芝股份有限公司
东芝制药企业把鼻子炮操作系统

当前申请(专利权)人(译) Sikki东芝股份有限公司
东芝制药企业把鼻子炮操作系统

[标]发明人 AOKI MINORU
아오키미노루
SHIKATA HIROYUKI
시카타히로유키
TAKEUCHI TAKASHI
다케우치다카시
MAKITA YASUHISA
마키타야스히사
SHIBAMOTO KOICHI
시바모토고이치

发明人 아오키미노루
시카타히로유키
다케우치다카시
마키타야스히사
시바모토고이치

IPC分类号 A61B8/00 H04R17/00

CPC分类号 A61B8/4281 B06B1/0622

代理人(译) KIM MYUNG SHIN
KIM MIN CHEOL
PARK JANG KYU

优先权 2005370817 2005-12-22 JP

其他公开文献 KR100917727B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明包括压电振动器（10），其在后侧具有接地电极（13）和信号电极（12），作为涉及超声波探头的发明，声音匹配层
（30）安装在压电器的后端振动器（10）和背衬材料（40），布置在压电振动器（10）的后端和压电振动器（10）以及柔性基板
（50）之外，还具有接地布线层（512）和信号布线层（514）布置在背衬材料（40）之间。并且，接地布线层（512）的信号布线
层（514）在面对各柔性基板（50）的压电振动器（10）的表面中露出。它通过接地布线层（512）的开放表面（512a）和信号布
线层（514）的开放表面（514a）电连接到接地电极（13）和信号电极（12）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0a3a9ad8-a3ca-4fc9-9eb8-07626b70f480
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038192809/publication/KR20070066883A?q=KR20070066883A



